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EMENTA
o Unidade | — Normas no SMT:
o Unidade Il — Descrig8o do processo SMT:
o Unidade lll — Refuséo:
o Unidade IV - Inspegéo:
o Unidade V — Retrabalho:
o Unidade VI — Dimensionamento do sistema SMT.
OBJETIVO GERAL
e Aprender a aplicagdo de normas para a instalacdo e controle do processo de tecnologia de montagem sobre superficie
- SMT.
e Identificar e correlacionar os principais componentes do sistema de producdo de montagem de componentes eletrénicos,
nas placas de circuito impresso - PCI, utilizando a tecnologia de montagem sobre superficie - SMT.
e Determinar a funcdo da refusdo para qualquer placa de circuito impresso - PCI.
e Saber os locais que devem ser inspecionados, identificar o erro e a possivel causa para correcao.
e Dominar algumas técnicas de retrabalho manual para as placas de circuito impresso.
e Fornecidas as caracteristicas técnicas das placas de circuito impresso, determinar as especifica¢des técnicas do sistema

SMT.
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